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Kondensator (6), die zusammen ein hybrides
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Zusammenfassung:

Eine elektronische Vorrichtung (1) weist wenigstens eine
Leiterplatte (2) auf, die mit aktiven und/oder passiven
elektronischen Bauteilen bestilickt ist. Die bestiickte
Leiterplatte (2) ist von einer mediendichten Verkapselung (3)
aus Kunststoff umschlossen. Die elektronischen Bauteile umfassen
wenigstens eine Batteriehalterung (4) mit wenigstens einer darin
aufgenommenen Batterie (5), insbesondere einem Akkumulator, und
wenigstens einen SMD-Kondensator (6), die zusammen ein hybrides

Speichersystem bilden.

(Fig.)
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Die Erfindung betrifft eine elektronische Vorrichtung mit
wenigstens einer Leiterplatte, die mit aktiven und/oder passiven
elektronischen Bauteilen bestickt ist, wobeili die bestiickte
Leiterplatte von einer mediendichten Verkapselung aus Kunststoff

umschlossen ist.

Die Grundlage vieler herkdmmlicher Sensoren sind bestiickte
Leiterplatten, die in der Fachsprache als ,Printed Circuit Board
Assemblies™ (kurz: PCB-As) bezeichnet werden. Zur Herstellung
derartiger PCB-As werden aktive und passive Elemente
(insbesondere Sensorik) auf einer Leiterplatte (PCB), die als
mechanische und elektronische Basis des Systems dient,
assembliert. Dies kann durch unterschiedliche bekannte
Verbindungs- und Aufbautechniken, wie Surface Mounted Technology

(SMT), Through Hole Technology (THT), etc. geschehen.

Viele Sensoren sind fiir den Einsatz in Umgebungen vorgesehen,
die die in den Sensoren verbauten elektronischen Bauteile hohen
Belastungen aussetzen und deren Lebenserwartung drastisch
verringern. Beispiele fiir derartig schiddliche Umgebungen sind
Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder mit hohen/niedrigen
Temperaturen, Umgebungen mit hohem/niedrigen Druck, Umgebungen
mit korrosiven bzw. zersetzenden Medien, unter Wasser, usw. Um
PCB-As in derart harschen Umgebungsbedingungen einsetzen zu
kénnen, miissen sie effektiv und nachhaltig vor den

Umgebungseinfliissen geschiitzt werden.

Eine Moglichkeit, PCB-As vor schaddlichen Umgebungseinfliissen zu
schiitzen, liegt darin, die PCB-As komplett mit einer schiitzenden
Ummantelung zu umgeben, die besonders mediendicht und
beanspruchbar ist. Diese Ummantelung kann durch ein GefadR, ein

Behdltnis, eine Hille, eine Verkapselung, etc. gebildet sein.

Insbesondere eine Verkapselung, d.h. eine nach auBen vollstandig

geschlossene Ummantelung, die nicht zerstorungsfrei gedffnet
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werden kann, bietet einen besonders guten Schutz gegen das

Eindringen von potentiell schddlichen Medien.

Bei vielen PCB-As fihrt diese komplette Ummantelung in Form
einer Verkapselung jedoch dazu, dass sie iliber eine interne
Energieversorgung verfiigen missen und ein Modul bzw. Module fiir
die drahtlose Kommunikation aufweisen miissen, damit die

Ummantelung nicht durch Anschlussstellen unterbrochen sein muss.

Aus dem Stand der Technik sind unterschiedliche Verfahren
bekannt, um PCB-As mit mediendichten und beanspruchbaren

Verkapselungen zu versehen bzw. zu ummanteln.

Eines dieser Verfahren ist der drucklose Verguss, das
sogenannten Low Pressure Molding (LPM), von zumeist 2-
Komponenten-Duroplasten. Die Kunststoffmasse wird dabeili meist
nur unter Wirkung der Schwerkraft gekoppelt mit einem Vakuum in
eine Kavitdt einer Form, in der ein PCB-A eingelegt ist,
eingebracht, sodass das PCB-A vom Kunststoff ummantelt wird.
Dies kann unter Raumtemperatur, aber auch unter erhdhten
Temperaturen erfolgen. Durch die fehlende Beaufschlagung eines
externen Flilldruckes wird nur eine geringe Vernetzungsdichte
nach der reaktiven Aushdrtung des Kunststoffes erreicht, was zur

Verminderung der Medienbestadndigkeit der Verkapselung fihrt.

Weitere bekannte Verfahren sind das sogenannte ,Reactive
Injection Molding“ (RIM) und das ,Resin Transfer Molding"™ (RTM).
Bei diesen Verfahren wird eine vorvernetzte Formmasse unter
erhdhtem Druck und unter erhohter Temperatur in die Kavitdt mit
dem eingelegten PCB-A eingepresst/gespritzt. Durch die hohen
Temperaturen und durch die durch den hohen Einspritzdruck
hervorgerufenen schnellen Schergeschwindigkeiten eignen sich
diese Verfahren eher begrenzt fiir die Verkapselung von PCB-As
mit Batterien bzw. Akkumulatoren, da klassische Akkumulatoren

oder Batterien in einem derartigen, mit Druck und Temperatur
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beaufschlagten, Fertigungsprozess beschaddigt werden.
Batteriesysteme, wie Feststoffbatterien oder Lithium-Ionen-
Akkumulatoren, konnen diese Verarbeitungsbedingungen zwar
iberstehen, liefern Jjedoch im Verhdltnis zu ihrer BaugroBe eine
relativ geringe Kapazitat. Durch die geringe Kapazitidt sind
diese BRatteriesysteme anfallig fir kurzzeitige Lastspitzen, die
z.B. bei einer Funkiilbertragung auftreten kénnen. Uberdies l&dsst
der beil der Fertigung der Verkapselung entstehende Hitzestress

diese Energiespeicher besonders schnell altern.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine elektronische
Vorrichtung zur Verfiigung zu stellen, die die Nachteile des
Standes der Technik nicht aufweist. Insbesondere soll eine
elektronische Vorrichtung bereitgestellt werden, deren
elektronische Komponenten dauerhaft vor harschen
Umgebungseinfliissen geschiitzt sind und die dabei iber ein
besonders resistentes und effektives Energiespeichersystem

verfligt.

Geldst wird diese Aufgabe erfindungsgemdl mit einer
elektronischen Vorrichtung, die die Merkmale von Anspruch 1

aufweist.

Bevorzugte und vorteilhafte Ausfihrungsformen der Erfindung sind

Gegenstand der Unteranspriiche.

Erfindungsgemdll ist vorgesehen, dass die elektronischen Bauteile
wenigstens eine Batteriehalterung mit einer darin aufgenommenen
Batterie, insbesondere einen Akkumulator, und wenigstens einen
SMD-Kondensator umfassen, wobeili diese elektronischen Bauteile

zusammen ein hybrides Speichersystem bilden.
Beim erfindungsgemdl integrierten, hybriden Speichersystem

(Energiespeichersystem) wird ein SMD-Kondensator bzw. werden

SMD-Kondensatoren parallel zum Energiespeicher (bestehend aus
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einer Batterie oder mehreren Batterien) geschalten. Batterien
weisen eine groRe Energiedichte und eine geringe Selbstentladung
auf, wohingegen Kondensatoren {iber eine sehr hohe
Leistungsdichte bei geringer Energiedichte verfiigen. Die
Kombination dieser Bauelemente ermdglicht es daher, innerhalb
kiirzester Zeit sehr viel Leistung bereitzustellen, ohne dass die

Lebensdauer der Komponenten darunter leidet.

Die Batteriehalterung bzw. Batteriehalterungen ist/sind
vorzugsweise als SMD bestiickte/s elektronische/s Bauteil/e
ausgefihrt, insbesondere als Batterieclip, der die Form eines
auf die Leiterplatte (mittels SMD Technik) bestiickten
Blattkontaktes aufweist. Die Batterie ist vorzugsweise ein
Akkumulator bzw. die Batterien sind vorzugsweise Akkumulatoren,
da Akkumulatoren wiederaufladbar sind und die elektronische

Vorrichtung somit mdglichst lange genutzt werden kann.

Die Leiterplatte ist eine zur Bestilickung mit SMD-Bauteilen (SMD
= surface-mounted device) geeignete Leiterplatte (manchmal auch
als SMD-Leiterplatte bezeichnet), d.h. eine Leiterplatte die
passende SMD-Pads (Landefldchen) aufweist. Die Leiterplatte kann
zusatzlich dazu auch mit THT-Bauteilen (THT = through hole

technology) bestickt sein.

Der SMD-Kondensator bzw. die SMD-Kondensatoren ist/sind

vorzugswelise als Chip-Kondensator/en ausgefiihrt.

Vorzugsweise ist die Leiterplatte mit mehreren
Batteriehalterungen (insbesondere SMD bestiickten
Batteriehalterungen) mit jeweils einer darin aufgenommenen

Batterie und mit mehreren SMD-Kondensatoren bestiickt.

Im Rahmen der Erfindung kann die erfindungsgemdle Vorrichtung

mehr als eine Leiterplatte aufweisen, die vorzugsweise alle von

der Verkapselung aus Kunststoff umschlossen sind.
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Die mediendichte Verkapselung aus Kunststoff bildet vorzugsweise
einen vollstdndigen, hermetischen Abschluss der davon
ummantelten Komponenten und elektronischen Bauteile nach auBen
hin. Die Verkapselung kann aber auch nur fliissigkeitsdicht und

dafiir durchléssig fiir (bestimmte) Gase sein.

Im Rahmen der Erfindung kann die Verkapselung aus Kunststoff
mittels Reactive Injection Molding, d.h. mittels eines RIM-
Vorgangs, oder mittels Spritzpressen, d.h. mittels eines RTS-

Vorgangs, hergestellt sein.

Vorzugsweise ist die Verkapselung jedoch mittels einer
Kombination aus Reactive Injection Molding und Spritzpressen,
nadmlich einem reaktiven Spritzpress-Vorgang, hergestellt. Ein
derartiges Spritzpress-Verfahren ist beispielsweise aus EP 1 753
113 Bl bekannt und ist dort fiir den Verguss von Statoren
beschrieben. Mit einem derartigen Spritzpress-Verfahren l&sst
sich eine besonders widerstandsfdhige und bestandige

Verkapselung aus Kunststoff herstellen.

Wenn die Verkapselung nach einem der vorhergehenden Verfahren
hergestellt ist, weist sie eine Spritzrichtung auf, die jener
Richtung entspricht, in die der Kunststoff beim Erzeugen der

Verkapselung gestrdmt ist.

Bevorzugt ist es, wenn der SMD-Kondensator bzw. die SMD-
Kondensatoren mit seiner/ihrer zwischen Anoden-Anschluss und
Kathoden-Anschluss verlaufenden Langserstreckung quer,
insbesondere rechtwinkelig, zur Spritzrichtung ausgerichtet
ist/sind. Durch diese Positionierung bzw. Ausrichtung kann das
geringe HOhen/Fldchenverhdltnis von SMD-Kondensatoren (in Chip-
Bauweise) genutzt werden, damit die SMD-Kondensatoren die beim
Verarbeiten auftretenden Driicke und Schergeschwindigkeiten

unbeschadet Uberstehen.
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Die Batteriehalterung/en weist/weisen bevorzugt eine
Einschubrichtung zum Einschieben der Batterie, insbesondere des
Akkumulators, auf. Jede Batteriehalterung kann beispielsweise
Begrenzungen aufweisen, die ein Abheben der Batterie (d.h. eine
Bewegung der Batterie von der Leiterplatte weg) und ein
unerwinschtes, seitliches Verschieben der Batterie (z.B. zu drei
Richtungen hin) verhindern. Ist die Batterie beispielsweise nur
von einer Seite her in die Batteriehalterung einschiebbar, so
ist ein Verschieben der Batterie von dieser Seite und in die
Batteriehalterung hinein die Einschubrichtung. Ist das
Verschieben der Batterie in der Batteriehalterung zu einer Seite
hin blockiert bzw. gesperrt, verlduft die Einschubrichtung wvon
der gegeniiberliegenden Seite hin zu dieser Seite. Vor der
Fertigung der Verkapselung (d.h. vorzugsweise vor dem Ummanteln
der Leiterplatte mit einem duroplastischen Kunststoff in einem
reaktiven Spritzpress—-Verfahren) wird die Batterie bzw. werden
die Batterien in die Batteriehalterung/en eingelegt
(eingeschoben). Die Batteriehalterung ist mit ihrer
Einschubrichtung bzw. die Batteriehalterungen sind mit ihrer
jeweiligen Einschubrichtung, bei einer in Spritzrichtung gesehen
mittig angeordneten Batteriehalterung, normal zur Spritzrichtung
verlaufend angeordnet, sodass die laminare Mittelstromung die
Positionierung der BRatterie/n sichert. Bei einer in
Spritzrichtung gesehen seitlich (d.h. in einem Randbereich)
angeordneten Batteriehalterung ist die Batteriehalterung mit
ihrer Einschubrichtung bzw. sind die Batteriehalterungen mit
ihrer jeweiligen Einschubrichtung in Spritzrichtung verlaufend
angeordnet, sodass die Batterie/n durch die turbulente
Randstromung in die Batteriehalterung (insbesondere den

Blattkontakt) gedriickt wird/werden.

Besonders bevorzugt wird/werden im Rahmen der Erfindung ein

Akkumulator bzw. Akkumulatoren auf LiMnSi Basis als Batterie/n

verwendet . Ebenso bevorzugt wird/werden als SMD-Kondensator bzw.
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SMD-Kondensatoren ein SMD-Kondensator bzw. SMD-Kondensatoren auf
Tantal Basis (Tantal-Elektrolytkondensator/en) verwendet.
Derartige Akkumulatoren bzw. Kondensatoren ermoglichen die
Herstellung der Verkapselung in einem Prozess mit einem Druck
>100 bar und einer Temperatur >165°C, wodurch sich besonders

widerstandsfihige Verkapselungen herstellen lassen.

Insbesondere weist die Leiterplatte der erfindungsgemidBen
Vorrichtung wenigstens ein durch wenigstens ein elektronisches
Bauteil (insbesondere SMD-Bauteil) gebildetes Sensormodul zum
Erfassen von Umgebungsdaten auf. Die erfindungsgemdfle
Vorrichtung kann auch nur dem Erfassen einer Position dienen,
ist jedoch vorzugsweise daflir vorgesehen, Umgebungsdaten in
harschen Umgebungen zu erfassen (z.B. Daten betreffend die
Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, den Druck, Beschleunigungen,
etc.). Das Sensormodul kann durch ein (SMD-)Bauteil oder durch
mehrere (SMD-)Bauteile gebildet sein, das/die auf der
Leiterplatte bestiickt ist/sind, kann aber auch andere
Komponenten (die z.B. nicht auf der Leiterplatte bestiickt sind)
umfassen, die vorzugsweise ebenfalls vollstdndig von der

Verkapselung aus Kunststoff umschlossen sind.

Besonders bevorzugt weist die Leiterplatte ein
Datenlbertragungsmodul auf bzw. ist die Leiterplatte mit einem
Datenlbertragungsmodul verbunden. Das Dateniibertragungsmodul ist
zur kabellosen Ubertragung von Daten eingerichtet und ebenfalls
(vorzugsweise vollstdndig) von der mediendichten Verkapselung
aus Kunststoff umschlossen. Das Dateniibertragungsmodul kann
beispielsweise ein NFC-, WLAN-, Bluetooth- oder Funk-Modul sein.
Eine gadnzlich oder zumindest teilweise von der Verkapselung
umschlossene Antenne kann ein Teil des Dateniibertragungsmodules
sein. Die elektronische Vorrichtung kann auch einen
Datenspeicher aufweisen, der von der Vorrichtung erfasste Daten

abspeichert und kabellos ausgelesen werden kann.

8/22



Insbesondere weist die Leiterplatte eine
Energieiibertragungseinrichtung auf bzw. ist die Leiterplatte mit
einer Energieilibertragungseinrichtung verbunden. Eine derartige
Energieilibertragungseinrichtung ist zur drahtlosen
Energielibertragung eingerichtet und ebenfalls von der
mediendichten Verkapselung aus Kunststoff umschlossen.
Vorzugsweise weist die Energieilibertragungseinrichtung eine
induktive Ladespule auf, die derart von der Verkapselung
umschlossen sein kann, dass die Verkapslung im Bereich der Spule
eine Durchgangsoffnung aufweist, durch die ein Objekt geschoben
werden kann, sodass es innerhalb der Spule platzierbar ist. Die
Energieilibertragungseinrichtung ermdoglicht das Laden der
Batterien, ohne dass die Verkapselung von einem Anschluss
durchbrochen sein muss. Wenn die erfindungsgemdBe Vorrichtung
mit ,Einweg“-Batterien ausgestattet ist, kann auf das
Vorhandensein einer Energielibertragungseinrichtung verzichtet

werden.

Im Rahmen der Erfindung ist die Verkapselung aus Kunststoff
vorzugswelise aus einem Duroplast (d.h. einem duroplastischen
Kunststoff) hergestellt. Ein Duroplast ist besonders
widerstandsféahig und besonders geeignet, um in den bevorzugten
Herstellungsprozessen fiir die Verkapselung eingesetzt zu werden.
Als Duroplast filir die Verkapselung kdnnen bei der
erfindungsgemidlen Vorrichtung bzw. im erfindungsgemilien
Verfahren beispielsweise Bisphenol-basierte, Novolak-basierte
oder aliphatische Epoxidharze, mit oder ohne Fiillstoff, zum
Einsatz kommen. Diese Materialien zeichnen sich durch eine hohe

Temperatur— sowie durch eine gute Medienbestadndigkeit aus.

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung einer
erfindungsgemidlen elektronischen Vorrichtung, bei der die
Verkapselung aus einem Duroplast und in einem reaktiven
Spritzpress-Vorgang hergestellt bzw. erzeugt wird. Dafir wird

eine vorvernetzte, duroplastische Formmasse in eine Kavitat
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einer Form, 1in der die bestiickte Leiterplatte und ggf. weitere
elektronische Elemente der Vorrichtung aufgenommen ist/sind,
eingepresst bzw. eingespritzt. Nach dem Aushidrten bildet die
ausgehdrtete Formmasse eine die Leiterplatte und ggf. die
weiteren elektronischen Elemente der Vorrichtung vollstéandig

umschlieBende, mediendichte Verkapselung aus Duroplast.

Im Rahmen des erfindungsgemidlien Verfahrens kann die Formmasse
unter einem Druck von > 75 bar, insbesondere > 100 bar, und mit
einer Temperatur von > 150°C, insbesondere > 165°C, in die
Kavitdt eingepresst bzw. eingespritzt werden. Diese
Fertigungsparameter ermdglichen die Herstellung der Verkapselung
aus einem besonders widerstandsfidhigen und bestdndigen

Duroplast.

Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachstehenden Beschreibung unter Bezugnahme
auf die angeschlossene Zeichnung, in welcher eine bevorzugte

Ausfihrungsform dargestellt ist.

Die Fig. zeigt die erfindungsgemdRe Vorrichtung 1 in einer stark
vereinfachten Form, wobei die Vorrichtung 1 in einer Draufsicht

und mit einsehbarem ,, Innenleben™ dargestellt ist.

Die Vorrichtung 1 weist eine Leiterplatte 2 auf, die mit aktiven

und/oder passiven elektronischen Bauteilen bestiickt ist.

Die Leiterplatte 2 und die darauf angeordneten bzw. bestiickten
Bauteile sind von einer mediendichten Verkapselung 3 aus
Kunststoff umschlossen. In der dargestellten schematischen
Draufsicht ist die Verkapselung 3 aus Grinden der
Ubersichtlichkeit transparent dargestellt, damit die innerhalb
der Verkapselung 3 angeordneten Elemente bzw. Bestandteile der
erfindungsgemidlen Vorrichtung 1 sichtbar sind. Der Kunststoff

der Verkapselung 3 kann aber auch undurchsichtig sein.
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Die Leiterplatte 2 ist in der dargestellten Ausfiihrungsform mit
zwel Batteriehalterungen 4 in SMD Bauweise bestiickt, in denen
jewells eine als Akkumulator ausgefiihrte Batterie 5 aufgenommen

ist.

Weiters ist die Leiterplatte 2 mit mehreren SMD-Kondensatoren 6,
sowie mit einem Dateniibertragungsmodul 7 und mit einem

Sensormodul 8 bestiickt.

Eine Energieillbertragungseinrichtung 9, die in der dargestellten
Ausfihrungsform eine induktive Ladespule aufweist, ist ebenfalls
mit der Leiterplatte 2 verbunden und gadnzlich von der
Verkapselung 3 umschlossen. Eine Durchgangséffnung 11 in der
Verkapselung 3, die durch die induktive Ladespule hindurchfiihrt,
ermdglicht das Platzieren eines Objektes innerhalb der mit der

Ladespule ausgefiihrten Energielibertragungseinrichtung 9.

In der dargestellten Ausfiihrungsform ist die Verkapselung 3
mittels eines reaktiven Spritzpress-Verfahrens hergestellt.
Dafiir wird die die bestiickte Leiterplatte 2 zusammen mit den
damit verbundenen Komponenten (z.B. der
Energielibertragungseinrichtung 9) in eine Kavitdt einer Form
eingelegt, in die eine vorvernetzte Formmasse gespritzt
(genauer: gespritzt und gepresst) wird, die nach dem Aushdrten

die Verkapselung 3 aus Kunststoff bildet.

Die Verkapselung 3 weist eine Spritzrichtung S auf, die jene
Richtung ist, in die der Kunststoff (die Formmasse) beim
Erzeugen bzw. widhrend des Herstellungsverfahrens der
Verkapselung 3 gestrdomt ist. In der dargestellten
Ausfihrungsform verlduft die Spritzrichtung S von links nach
rechts, sodass als erstes der mit dem Dateniibertragungsmodul 7
bestiickte Teil der Leiterplatte 2 und als letztes die

Energieiibertragungseinrichtung 9 mit der induktiven Ladespule
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von der Formmasse (d.h. dem verfliissigten Kunststoff) umstromt

wird.

Die Batteriehalterungen 4 weisen jewells eine Einschubrichtung E
auf, in die die zugehorige Batterie 5 vor dem Herstellen der
Verkapselung 3 eingeschoben wird. Wenn die Batteriehalterungen 4
wie in der dargestellten Ausfihrungsform Blattkontakte sind, die
die Batterie 5 von einer Sperrseite 12 her klemmend umgreifen,
sodass ein Verrutschen zu dieser Sperrseite 12 hin blockiert
ist, verladuft die Einschubrichtung E der Batteriehalterung 4 von
einer der Sperrseite 12 gegeniiberliegenden Seite zur Sperrseite

12 hin.

Da die Batteriehalterungen 4 in Spritzrichtung S gesehen
seitlich, d.h. jeweils in einem seitlichen Randbereich der
Leiterplatte 2, positioniert sind, sind die Batteriehalterungen
4 mit ihrer jeweiligen Einschubrichtung E in Spritzrichtung S
ausgerichtet, sodass die Batterien 5 durch die turbulente
Randstromung beim Erzeugen der Verkapselung 3 in die

Batteriehalterungen 4 gedrickt werden.

Die SMD-Kondensatoren 6 weisen eine Quader- bzw. Chip-Form auf
und sind derart auf die Leiterplatte 2 bestiickt, dass sie mit
ihrer zwischen einem Anoden-Anschluss 13 und einem Kathoden-
Anschluss 14 des jeweiligen SMD-Kondensators 6 verlaufenden
Langserstreckung L quer, insbesondere rechtwinkelig, zur

Spritzrichtung S ausgerichtet sind.

Die SMD-Kondensatoren 6 bilden zusammen mit den Batterien 5 in
den Batteriehalterungen 4 ein hybrides Speichersystem und sind

entsprechend miteinander verbunden.
Das Datenilibertragungsmodul 7 wird von dem hybriden

Speichersystem mit Energie versorgt und kann vom Sensormodul 8 -

das ebenfalls vom hybriden Speichersystem gespeist werden kann -
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gesammelte Daten kabellos an einen externen Empfanger

tbermitteln.

Uber die Energieiibertragungseinrichtung 9, die bei der
dargestellten Ausfiihrungsform eine induktive Ladespule aufweist,
kann Energie in das hybride (Energie-)Speichersystem
transferiert werden, um dort in den Batterien 5 gespeichert zu

werden.
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Bezugszeichenliste:

elektronische Vorrichtung
Leiterplatte

Verkapselung
Batteriehalterung
Batterie

SMD-Kondensator

Datenilibertragungsmodul

o 1 oy oW N

Sensormodul

9 Energielibertragungseinrichtung
10 -

11 Durchgangsdffnung

12 Sperrseite

13 Anodenanschluss

14 Kathodenanschluss

S Spritzrichtung
E Einschubrichtung (Batteriehalterung)
L Langserstreckung (SMD-Kondensator)
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Patentanspriiche:

Elektronische Vorrichtung (1) mit wenigstens einer
Leiterplatte (2) die mit aktiven und/oder passiven
elektronischen Bauteilen bestiickt ist, wobei die bestiickte
Leiterplatte (2) von einer mediendichten Verkapselung (3)
aus Kunststoff umschlossen ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die elektronischen Bauteile wenigstens eine
Batteriehalterung (4) mit einer darin aufgenommenen
Batterie (5), insbesondere einem Akkumulator, und
wenigstens einen SMD-Kondensator (6) umfassen, die zusammen

ein hybrides Speichersystem bilden.

Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verkapselung (3) durch Reactive
Injection Molding, d.h. mittels eines RIM-Vorgangs, oder
mittels Spritzpressen, d.h. mittels eines RTS-Vorgangs,
oder mittels einer Kombination aus Reactive Injection
Molding und Spritzpressen, d.h. einen reaktiven

Spritzpress-Vorgang, hergestellt ist.

Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verkapselung (3) eine
Spritzrichtung (S) aufweist, die jene Richtung ist, in die
der Kunststoff beim Erzeugen der Verkapselung (3) gestromt
ist, und dass der/die SMD-Kondensator/en (6) mit
seiner/ihrer zwischen Anoden-Anschluss (13) und Kathoden-
Anschluss (14) verlaufenden Langserstreckung (L) quer,
insbesondere rechtwinkelig, zur Spritzrichtung (S)

ausgerichtet ist/sind.

Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verkapselung (3) eine
Spritzrichtung (S) aufweist, die jene Richtung ist, in die

der Kunststoff beim Erzeugen der Verkapselung (3) gestromt
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ist, dass die Batteriehalterung/en (4) eine
Einschubrichtung (E) zum Einschieben der Batterie (5},
insbesondere des Akkumulators, aufwelist/aufweisen, und dass
die Batteriehalterung/en (4) mit ihrer Einschubrichtung (E)
bei einer in Spritzrichtung (S) gesehen mittig angeordneten
Batteriehalterung (4) normal zur Spritzrichtung (S)
verlaufend und bei einer in Spritzrichtung (S) gesehen
seitlich bzw. in einem Randbereich angeordneten
Batteriehalterung (4) in Spritzrichtung (S) verlaufend

angeordnet ist/sind.

Elektronische Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass als Batterie (5) ein
Akkumulator bzw. als Batterien (5) Akkumulatoren auf LiMnSi

Basis verwendet wird/werden.

Elektronische Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis b5,
dadurch gekennzeichnet, dass als SMD-Kondensator (6) bzw.
SMD-Kondensatoren (6) ein SMD-Kondensator (6) bzw. SMD-

Kondensatoren (6) auf Tantal Basis verwendet wird/werden.

Elektronische Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (2)

wenigstens ein durch wenigstens ein elektronisches Bauteil
gebildetes Sensormodul (8) zum Erfassen von Umgebungsdaten

aufweist.

Elektronische Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (2) ein
Datenlibertragungsmodul (7) aufweist bzw. mit einem
Datenilibertragungsmodulmodul (7) verbunden ist, das zum
kabellosen Ubertragen von Daten eingerichtet und ebenfalls
von der mediendichten Verkapselung (3) aus Kunststoff

umschlossen ist, wobei das Ubertragungsmodul (7)
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insbesondere ein NFC-, WLAN-, Bluetooth- oder Funk-Modul

ist.

Elektronische Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8§,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (2) eine
Energielibertragungseinrichtung (9) aufweist bzw. mit einer
Energielibertragungseinrichtung (9) verbunden ist, die zur
drahtlosen Energielibertragung eingerichtet und ebenfalls
von der mediendichten Verkapselung (3) aus Kunststoff
umschlossen ist, wobei die Energielibertragungseinrichtung

(9) vorzugswelise eine induktive Ladespule aufweist.

Elektronische Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoff der

Verkapselung (3) ein Duroplast ist.

Verfahren zur Herstellung einer elektronischen Vorrichtung
(1) nach Anspruch 2 und 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verkapselung (3) in einem Spritzpress-Vorgang erzeugt
wird in dem eine vorvernetzte Formmasse in eine Kavitat
einer Form, in der die bestiickte Leiterplatte (2) und ggf.
weitere elektronische Elemente der Vorrichtung (1)
aufgenommen ist/sind, eingepresst bzw. eingespritzt wird
und nach dem Aushdrten eine die Leiterplatte (2) und ggf.
die weiteren elektronischen Elemente der Vorrichtung (1)
vollstdndig umschlieRende, mediendichte Verkapselung (3)

aus Duroplast bildet.

Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass
die Formmasse unter einem Druck von > 75 bar,
insbesondere > 100 bar, und einer Temperatur von > 150°,

insbesondere > 165°C, eingepresst bzw. eingespritzt wird.
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Patentanspriiche:

Elektronische Vorrichtung (1) mit wenigstens einer
Leiterplatte (2) die mit aktiven und/oder passiven
elektronischen Bauteilen bestiickt ist, wobei die bestiickte
Leiterplatte (2) von einer mediendichten Verkapselung (3)
aus Kunststoff umschlossen ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die elektronischen Bauteile wenigstens eine
Batteriehalterung (4) mit einer darin aufgenommenen
Batterie (5), insbesondere einem Akkumulator, und
wenigstens einen SMD-Kondensator (6), der als Chip-
Kondensator ausgefiihrt ist, umfassen, die zusammen ein
hybrides Speichersystem bilden, und dass die Verkapselung
(3) mittels eines reaktiven Spritzpress-Vorgangs

hergestellt ist.

Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verkapselung (3) eine
Spritzrichtung (S) aufweist, die jene Richtung ist, in die
der Kunststoff beim Erzeugen der Verkapselung (3) gestromt
ist, und dass der/die SMD-Kondensator/en (6) mit
seiner/ihrer zwischen Anoden-Anschluss (13) und Kathoden-
Anschluss (14) verlaufenden Langserstreckung (L) quer,
insbesondere rechtwinkelig, zur Spritzrichtung (S)

ausgerichtet ist/sind.

Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verkapselung (3) eine
Spritzrichtung (S) aufweist, die jene Richtung ist, in die
der Kunststoff beim Erzeugen der Verkapselung (3) gestromt
ist, dass die Batteriehalterung/en (4) eine
Einschubrichtung (E) zum Einschieben der Batterie (5),
insbesondere des Akkumulators, aufwelist/aufweisen, und dass
die Batteriehalterung/en (4) mit ihrer Einschubrichtung (E)

bei einer in Spritzrichtung (S) gesehen mittig angeordneten
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Batteriehalterung (4) normal zur Spritzrichtung (S)
verlaufend und bei einer in Spritzrichtung (S) gesehen
seitlich bzw. in einem Randbereich angeordneten
Batteriehalterung (4) in Spritzrichtung (S) verlaufend

angeordnet ist/sind.

Elektronische Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass als Batterie (5) ein
Akkumulator bzw. als Batterien (5) Akkumulatoren auf LiMnSi

Basis verwendet wird/werden.

Elektronische Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass als SMD-Kondensator (6) bzw.
SMD-Kondensatoren (6) ein SMD-Kondensator (6) bzw. SMD-

Kondensatoren (6) auf Tantal Basis verwendet wird/werden.

Elektronische Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis b5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (2)

wenigstens ein durch wenigstens ein elektronisches Bauteil
gebildetes Sensormodul (8) zum Erfassen von Umgebungsdaten

aufweist.

Elektronische Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (2) ein
Datenlibertragungsmodul (7) aufweist bzw. mit einem
Datenilibertragungsmodulmodul (7) verbunden ist, das zum
kabellosen Ubertragen von Daten eingerichtet und ebenfalls
von der mediendichten Verkapselung (3) aus Kunststoff
umschlossen ist, wobei das Ubertragungsmodul (7)
insbesondere ein NFC-, WLAN-, Bluetooth- oder Funk—-Modul

ist.
Elektronische Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (2) eine

Energielibertragungseinrichtung (9) aufweist bzw. mit einer

21722
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Energielibertragungseinrichtung (9) verbunden ist, die zur
drahtlosen Energielibertragung eingerichtet und ebenfalls
von der mediendichten Verkapselung (3) aus Kunststoff
umschlossen ist, wobei die Energielibertragungseinrichtung

(9) vorzugswelise eine induktive Ladespule aufweist.

Elektronische Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8§,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoff der

Verkapselung (3) ein Duroplast ist.

Verfahren zur Herstellung einer elektronischen Vorrichtung
(1) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verkapselung (3) in einem Spritzpress-Vorgang erzeugt wird
in dem eine vorvernetzte Formmasse in eine Kavitdt einer
Form, in der die bestiickte ILeiterplatte (2) und ggf.
weitere elektronische Elemente der Vorrichtung (1)
aufgenommen ist/sind, eingepresst bzw. eingespritzt wird
und nach dem Aushédrten eine die Leiterplatte (2) und ggf.
die weiteren elektronischen Elemente der Vorrichtung (1)
vollstdndig umschlieRende, mediendichte Verkapselung (3)

aus Duroplast bildet.

Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Formmasse unter einem Druck von > 75 bar,
insbesondere > 100 bar, und einer Temperatur von > 150°,

insbesondere > 165°C, eingepresst bzw. eingespritzt wird.
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